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Planting

表面処理

カソード（陰極）アノード（陽極）

電流を流すことで陰極には電子が供給され、陽極の金属イオンが陰極側
に還元析出します。
一般的な整流器（直流電源）を使用しためっきはこの反応のみですが、
どうしても被めっき物上の電流密度分布は部位により異なるため、めっ
き膜厚に差が生じます。
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バイポーラ方式の電源であれば、電流の高速制御はもちろん、極性を反
転することが可能です。極性反転状態では、より陽極側（反転している為、
正確には陰極）に距離が近い金属イオンが引き寄せられ、凸部により大
きな剥離の力がはたらきます。これを繰り返すことでより均一な膜厚に
することができます。
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高速 CCパルス電源の出力電流波形
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積算電流値が、面積を求めるだけで容易に算出できます

電圧波形

高速定電流バイポーラ電源

めっき槽

高速定電流バイポーラ電源を使用したパルスめっき法

23


